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New baseline 结构方案设计与分析：

• 走线空间受限
• Stiching结构线路引出和探测器

支撑与固定

VTX+风道放大腔总体结构模型

VTX
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按当前layout ：最内层弯曲芯片R11 mm，
与外铍管段干涉。
外皮管可否适当延长？

VTX最内层尺寸与束流管对接？
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OTK冷却方案优化分析：
之前已对热沉方案采用Cu和AL情况的对比分
析，初步结果显示：AL的效果也不错

按新的发热量，按物理需求，调整热
沉材料为AL，对不同管路布置做了分
析、对比：

OTK-热分析
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2管优化后 3管优化后



OTK endcap
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按OTK LGAD endcap 物理模块初步方
案，设计endcap支撑结构初步方案：

• 前后petal交替
• LGAD朝向IP
/    电子学方案
/    冷管布置

Endcap 初步结构方案

探测器R 400-1800 mm，整体R边界？
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